采购内容及项目要求
一、项目概况
本项目属Si、SiC等硬脆薄化处理工艺设备，根据磨削原理设计，通过晶圆自旋转，磨轮高速旋转以及低速进给方式进行切入式磨削，对晶圆进行薄化处理，从而满足半导体加工对表面粗糙度和几何尺寸的要求，因此需要采购8英寸grinding研磨机。数量：1台。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币280万元。
2、 技术条款及商务条款响应要求
技术条款响应一览表
	采购人要求

	配置
序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	加工直径
	#直径：可实现150mm及以上多个尺寸加工需求；通过其他方式固定不规则尺寸。
	1

	2
	可加工材料
	碳化硅、硅晶圆或其它硬脆材料等
	1

	3
	可加工厚度
	#晶圆最薄可以加工200um以下
	1

	4
	主轴功率
	>6kw
	1

	5
	自动测量
	内置测量仪，分辨率<0.2μm
	1

	6
	连续重复加工厚度波动
	10片厚度≤3μm
	1

	7
	精细砂轮加工后
	6inch和8inch SiC粗糙度Ra≤3nm;
TTV ≤3μm
	1

	8
	装片方式
	多孔真空吸附
	1

	9
	主轴转速
	>2000rpm
	1

	10
	配件
	提供砂轮等配件清单及供应商
	1

	11
	技术验收
	根据技术要求，提供详细的验收条款，包含不同尺寸样品验收指标，样品总数数量>20片（样品由买方提供，卖方提供验收中的相关设备配件）。
	1


注：技术条款中的所有名词，仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。
